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(54)  Multiresonanzplatte

(57)  Die Erfindung bezieht sich auf Multiresonanz-
platten 10. Derartige Platten 10 werden zur Tonwieder-
gabe eingesetzt und umfassen wenigstens einen
Treiber 13 eine Kernschicht 11 und zwei Deckschichten
12.1, 12.2, welche mit der Kernschicht 11 verbunden
sind. Derartige Platten 10 sind in aller Regel in einem
Rahmen 15 angeordnet, wobei entsprechende Aufhan-
gungen 17 die Verbindung zwischen dem Rahmen 15
und der aus der Kernschicht 11 und den Deckschichten
12.1, 12.2 gebildeten Einheit herstellen.

Um derartige Anordnungen gegeniiber Uberlastun-
gen und Zerstérungen zu schiitzen, wird erfindungsge-
maR angegeben, die gesamte Treiberelektronik 18 im
hermetisch verschlossen Luftvolumen zwischen dein
Rahmen 15, der Kernschicht 11 und den Aufhangungen
17 anzuordnen und die Spannungsversorgung des zur

18.1

Treiberelektronik 18 zéhlenden Endverstarkers 18.1 in
Niedervolttechnik auszufiihren. Ist auRerdem die Span-
nungsversorgung noch Uber einen Akku 20 gepuffert,
kann die der Elektronik zugefiihrte mittlere Leistung
gering gehalten werden, ohne daR die Ubertragung bei
selten vorkommenden Leistungsspitzen leidet. Ferner
hat die Akkupufferung noch den Vorteil, daf} bei voll-
stdndigem Ausfall der Stromversorgung der Akku 20
den Wiedergabebetrieb noch einige Zeit ermoglicht.
Letzteres ist insbesondere fiir Notfalldurchsagen
wesentlich. Ferner sind die erfindungsgemafen Multire-
sonanzplatten 10 busfahig, so dal die Tonsignal- und
Stromversorgung sehr leicht in einem Kabelstrang 19
realisiert werden kann.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung befal3t sich Multiresonanzplat-
ten, insbesondere mit der Signalzufiihrung und Signal-
aufbereitung bei solchen Multiresonanzplatten.

Stand der Technik

[0002] Multiresonanzplatten zur Schallabstrahlung
sind im Stand der Technik bekannt und umfassen im
wesentlichen ein flaches Klangpaneel, welches von
wenigstens einem mit dem Klangpaneel verbundenen
elektrodynamischen Treiber angetrieben wird. Nahere
Einzelheiten zum Aufbau und der Wirkungsweise sol-
cher auch unter der Abkirzung DML bekannten Multire-
sonanzplatten sind beispielsweise den Schriften DE
19757097 und DE 19757098 entnehmbar, welche zum
Gegenstand der vorliegenden Anmeldung gemacht
werden.

[0003] Sollen derartige Multiresonanzplatten zur Wie-
dergabe von Schallereignissen eingesetzt werden, ist
es notwendig, eine entsprechende Treiberelektronik
vorzusehen, mit welcher die empfangenen oder gene-
rierten Tonsignale aufbereitet werden , bevor Sie den
Treibern zur Verfligung gestellt werden. Da bei dieser
Technik die Multiresonanzplatten zwar auch als ein-
zelne Schallwiedergabeanordnungen eingesetzt wer-
den konnen, hauptsachlich aber als sogenannte
Schallwénde mit einer Vielzahl von nebeneinander
angeordneten und verbundenen Multiresonanzplatten
betrieben werden, wird gemaR dem Stand der Technik
die Treiberelektronik im wesentlichen von einem Ver-
starker und von in den jeweiligen Signalweg integrierten
Weichen gebildet. Diese Technik ist aber in mehrfacher
Hinsicht nachteilig, da die verschiedenen Einzelkompo-
nenten zur Ermdéglichung einer vielseitigen Anwendung
in ihren jeweiligen Einzeldaten Uberdimensioniert aus-
gebildet sein mussen. Je nach Anwendung kann dies,
da Treiberleistungen zwischen etwa 10 und 100 Watt
Ubertragen werden missen, bedeuten, daR beispiels-
weise besondere Steckverbindungen im Signalweg,
extrem verlustarme Kabel, aufwendige Abschirmungen,
groBe Leistungsreserven oder grol’e Spielrdume bei
den Impedanzen erforderlich werden.

[0004] Daher liegt der Erfindung die Aufgabe
zugrunde, eine Multiresonanzplatte anzugeben, welche
den Aufwand fir die Treiberelektronik vereinfacht.

Darstellung der Erfindung

[0005] Diese Aufgabe wird mit den in Anspruch 1
angegebenen Merkmalen geldst. Vorteilhafte Aus- und
Weiterbildungen sind den Anspriichen 2 bis 9 entnehm-
bar.

[0006] Wird gemaR Anspruch 1 die gesamte Treiber-
elektronik im Luftvolumen der jeweiligen Multiresonanz-
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platte integriert, kann oder kdnnen diejeweiligen
Multiresonanzplatten ohne groRen Aufwand miteinan-
der und/oder mit einer Tonsignale empfangenden oder
generierenden Tonsignalquelle verbunden werden.
Hierbei wird aber nicht ausgeschlossen, daf} bei Multi-
resonanzplatten, die zu einer Schallwand kombiniert
sind, jede dieser Multiresonanzplatten eine vollstandige
Treiberelektronik im Luftvolumen aufweist. Vielmehr
kann in diesem Fall die komplette Treiberelektronik fiir
solche Multiresonanzplatten einer Schallwand, die bei-
spielsweise zur Abstrahlung im Hochtonbereich opti-
miert ausgebildet sind, aufdie Luftvolumina der diesen
Tonbereich wiedergebenden Multiresonanzplatten ver-
teilt sein. Von ganz besonderem Vorteil ist es, wenn die
Aufhangung, welche die Multiresonanzplatte mit dem
Rahmen verbindet, das zwischen Rahmen und Multire-
sonanzplatte befindliche Luftvolumen hermetisch ein-
schliet, denn in diesem Fall kann die
Multiresonanzplatte und die im Luftvolumen angeord-
nete Treiberelektronik auch problemlos in explosionsge-

fahrdeten oder umwelt- bzw. klimabelasteten
Abhoérraumen betrieben werden.
[0007] Unter der Treiberelektronik werden im Zusam-

menhang dieser Anmeldung im wesentlichen die fol-
genden Komponenten verstanden: Die Audioelektronik,
die Endverstarker und die jeweiligen Weichen zur Fre-
quenztrennung enthélt. Ferner die Kommunikations-
elektronik, welche fir die Verbindung zwischen der
Audioelektronik und einer Tonsignalquelle und/oder bei
mehreren, beispielsweise zu einer Schallwand kombi-
nierten Multiresonanzplatten fur die Verbindung zwi-
schen den verschiedenen Multiresonanzplatten
zustandig ist oder welche bei im Dialog geflihrten
Befehlseingaben die Schnittstelle zwischen den von
einem Benutzer generierten Befehlen und der Treiber-
elektronik und/oder einer mit der Multiresonanzplatte in
Verbindung stehenden Multimediazentrale bildet. Und
schlieBlich eine Akkupufferung, welche mit der Gbrigen
Treiberelektronik in Verbindung steht. Um mdglichen
Zweifeln in diesem Zusammenhang vorzubeugen, sei
schon an dieser Stelle daraufhingewiesen, daf die Trei-
berelektronik nicht notwendig sdmtliche der oben ange-
fuhrten Komponenten umfassen mul3. Dies bedeutet,
dal beispielsweise die Akkupufferung nicht realisiert
sein muf}, wenn die Spannungsversorgung in der Lage
ist, auch Spitzenleistungen abzudecken.

[0008] UmfaRt gemaR Anspruch 2 die jeweilige Trei-
berelektronik einen auf den jeweiligen Treiber zuge-
schnittenen Endverstarker, kann dieser in Hinblick auf
den anzutreibenden Treiber optimiert ausgelegt wer-
den. Diese Optimierung der Endverstarker hat gegen-
Uber der herkdbmmlichen Technik, bei welcher in der
Regel ein Verstarker einen oder eine Mehrzahl von Trei-
bern speist, den Vorteil, dall die erfindungsgemafien
Endverstarker keine Leistungsreserven aufweisen mus-
sen, da im Gegensatz zum Stand der Technik, wo die
Kombination zwischen Verstarker und Treibern oft vom
Endverbraucher realisiert wird, Verstarker und Treiber
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eine Einheit bilden. Diese Einheitsbildung hat auch den
Vorteil, daR die Komponenten aufeinander abgestimmt
sind, womit eine Optimierung der verschiedenen Kom-
ponenten mdglich und eine gegenseitige zerstérende
Wirkung zwischen diesen Komponenten ausgeschlos-
sen ist.

[0009] Ist gemal Anspruch 3 die Treiberelektronik mit
elektronischen Filtern in analogem oder digitalem Auf-
bau ausgestattet, kann die Frequenztrennung unter
Nutzung der denjeweiligen Treibern zugeordneten End-
verstarkern sehr 6konomisch ausgefiihrt werden. Ins-
besondere entfallt die sonst bei den Anordnungen
gemaR dem Stand der Technik zur Frequenztrennung
notwendige Leistungselektronik.

[0010] Wird gemaR Anspruch 4 die Treiberelektronik
von einer Gleichspannungsquelle gespeist, kann -wie
noch im Zusammenhang mit Anspruch 8 ausgefiihrt
werden wird- die Spannungversorgung zusammen mit
den Tonsignalleitungen, welche die Treiberelektronik
mit der Tonsignalquelle verbinden, erfolgen. AuRerdem
sind im Gegensatz zur Spanungsversorgung von Ver-
starkern durch Netzspannung bei der erfindungs-
gemalen Gleichstromversorgung in
Niederspannungstechnik offene Stecker oder Buchsen
in bezug aufgesundheitliche Schadigungen weitgehend
unproblematisch.

[0011] Die insbesondere bei Treibern im Tieftonbreich
impulsweise notwendigen Spitzenleistungen bedingen
dann keine Aufweitung der Spannungversorgung, wenn
gemal Anspruch 5 im Luftvolumen ein Akku mit gleich-
stromgespeister Ladeelektronik integriert ist, welcher
bei Abforderung von Spitzenleistungen diese bereit-
stellt. Ist der Akku noch durch einen parallel geschalte-
ten Kondensator unterstlitzt, wird eine besonders
verzerrungsarme Wiedergabe seltener Impulsereig-
nisse gewahrleistet. AuRerdem wird durch die Akkupuf-
ferung erreicht, dal® in Notfallen beispielsweise bei
Ausfall der Gleichspannungsversorgung die Multireso-
nanzplatten noch einige Zeit einsatzbereit bleiben und
zur Sicherung etwa von Fluchtwegen beitragen kdnnen.
Ein Absinken des Ladezustandes des Akkus unter
einen kritischen Ladezustand, etwa durch die Abforde-
rung von Spitzenleistungen uber einen langeren Zeit-
raum wird durch die Ladeelektronik ausgeschlossen,
welche bei Erreichen dieses Zustandes eine automati-
sche Lautstarkeregelung mit Dynamikkompensation
aktiviert.

[0012] Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn gemaf
Anspruch 7 die (erste) Schnittstelle, welche zur Verbin-
dung der Treiberelektronik mit der Tonsignalquelle
dient, als busfahige Schnittstelle ausgebildet wird, weil
in diesem Fall die Multiresonanzplatten Uberall dort
betrieben werden kénnen, wo entsprechende Buslei-
tungen zur Verfiigung stehen. Mit anderen Worten, hier-
durch wird bei entsprechender Bustechnologie die
Multiresonanzplatte zum alleinigen Endgerat.

[0013] Wird der jeweilige Endverstarker von einer
Gleichstromquelle gespeist, kann gemalt Anspruch 8
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die zur Multiresonanzplatte gefiihrte Busleitung gleich-
zeitig auch die Spannungsversorgung mit umfassen.
Hierdurch wird ein sehr flexibler Betrieb der Multireso-
nanzplatten erreicht.

[0014] Ist gemaR Anspruch 9 eine weitere Schnitt-
stelle vorhanden, die zur Vernetzung zwischen mehre-
ren Multiresonanzplatten und/oder zum Empfang und
Weiterleitung von im Dialog gefiihrten Befehlseingaben
ausgestattet ist, kann beispielsweise Uber eine zweite
Schnittstelle die Kommunikation mit dem Endverstérker
oder einer Multimediazentrale gefiihrt werden. Aus
Griinden der Flexibilitat sollte die Kommunikation draht-
los, etwa in Infrarottechnik ausgefuhrt sein.

Kurze Darstellung der Figuren

[0015] Es zeigen:

Fig. 1 eine Multiresonanzplatte im Seitenschnitt;
und

Fig. 2 eine Einbausituation einer Multiresonanz-

platte.
Wege zum Ausfihren der Erfindung

[0016] Die Erfindung soll nun an Hand der beiden
Figuren naher erlautert werden

[0017] In Fig. 1 ist eine Multiresonanzplatte 10 im Sei-
tenschnitt gezeigt, wobei aus darstellungstechnischen
Grunden die wahren Abmessungen einer solchen Mul-
tiresonanzplatte 10 nicht gezeigt sind. Wie schon in
anderen Anmeldungen der Anmelderin erlautert, wird
auch diese Multiresonanzplatte 10 von einer Kern-
schicht 11 und zwei Deckschichten 12.1 und 12.2 gebil-
det, indem diejenigen Oberflachen der Kernschicht 11,
welche die gréte Flachenausdehnung haben, mit den
Deckschichten 12.1, 12.2 verbunden sind. Ferner steht
mit der Multiresonanzplatte 10 wenigstens ein Treiber
13 in Verbindung, welcher die Multiresonanzplatte 10 in
Schwingungen versetzt. Der in Fig. 1 gezeigte Treiber
13 ist beispielhaft angegeben worden, so daf} von sei-
ner Ausgestaltung und Positionierung keine Beschran-
kungen ausgehen.

[0018] Ferner wird die Multiresonanzplatte 10 mit seit-
lichem Abstand zu den Schmalseiten 14 der Kern-
schicht 11 von einem Rahmen 15 umgeben, so dal
zwischen den Schmalseiten 14 und dem Rahmen 15
ein Luftvolumen 16 verbleibt. Die Multiresonanzplatte
10 ist im Rahmen 15 aufgehangt. Die hierfir erforderli-
che Aufhangung 17 wird vorliegend von den beiden
Deckschichten 12.1, 12.2 realisiert, indem diese beiden
Deckschichten 12.1, 12.2 bis zum Rahmen 15 gefiihrt
und mit diesem verbunden sind. Dadurch, daf} die Auf-
hangen 17 in der Form der beiden Deckschichten 12.1,
12.2 umlaufend mit dem Rahmen 15 verbunden sind,
wird das Luftvolumen 16 hermetisch eingeschlossen,
so daB lediglich die AuRenflachen des Rahmens 15 und
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der Deckschichten 12.1, 12.2 Umwelteinflissen ausge-
setzt sind. Da die letztbenannten Flachen mit sehr ein-
fachen Mitteln gegen Klima- oder Schadstoffeinflisse
resistent gemacht werden kdnnen, kénnen die erfin-
dungsgemal ausgebildeten Multiresonanzplatten 10
auch weitgehend unabhangig von den sonstigen im
Inneren der Multiresonanzplatte 10 angeordneten Bau-
teilen problemlos auch schwierigsten Bedingungen
ausgesetzt werden.

[0019] Nur der Vollstandigkeit halber sei daraufhinge-
wiesen, dal} die Aufhangungen 17 im mit dem Rahmen
15 verbundenen Zustand unter Spannung stehen kén-
nen. Hierdurch a6t sich mit der Multiresonanzplatte 10
-wie schon im Zusammenhang mit einer anderen
Anmeldung der Anmelderin ausgefiihrt- eine besonders
gute Tieftonwiedergabe herbeifiihren.

[0020] Wie der Fig. 1 weiter entnehmbar ist, ist die
gesamte Treiberelektronik 18 im Luftvolumen 16 unter-
gebracht. Diese Treiberelektronik 18, welche ggf. auch
mit einem Uberlastschutz (nicht dargestellt) versehen
sein kann, umfal’t vorliegend einen aufden Treiber 13
optimierten Endverstarker 18.1 und eine Filteranord-
nung 18.2. Aufdie Vorteile, welche mit der gegenseiti-
gen Anpassung von Treiberelektronik 18 und Treiber 13
verbunden sind, wurde bereits hingewiesen. Um even-
tuell in diesem Zusammenhang aufkommenden MilRver-
sténdnissen vorzubeugen, sei daraufhingewiesen, daf
bei mehreren mit der Multiresonanzplatte 10 verbunde-
nen Treibern 13 aus Kostengriinden der in der Multire-
sonanzplatte 10 integrierte Endverstarker 18.1 auch
eine Mehrzahl von Treibern 13 versorgen kann. Auch
kann die Erfindung so modifiziert sein, dal} ein Endver-
stéarker 18. 1 bei Nebenordnung von mehreren Multire-
sohanzplatten 10 Treiber 13 von verschiedenen
Multiresonanzplatten 10 speist.

[0021] Wird der Rahmen 15 beispielsweise aus Metall
gebildet und/oder mit Kiihlrippen (nicht dargestellt) ver-
sehen, ist fiir eine gute Warmeabfuhr von der Treiber-
elektronik 18 gesorgt.

[0022] Besonders vorteilhaft ist es, wenn dem jeweili-
gen Endverstarker 18.1 keine Netzspannung, sondern
Gleichspannung zugefiihrt wird. Hierdurch wird nicht
nur ein erheblicher Beitrag zur Berihrsicherheit von
offenen Anschllissen geleistet, sondern auch die M&g-
lichkeit geschaffen, die Spannungsversorgung und die
Tonsignale in einem Kabelstrang 19 zu integrieren. Da
i.0. die Signalverstarkung bei der erfindungsgemafen
Anordnung erst in der Multiresonanzplatte 10 selbst
erfolgt, kann im Gegensatz zu Multiresonanzplatten 10,
welche Uber keinen in der Multiresonanzplatte 10 inte-
grierten Verstarker verfiigen, der Aufwand fiir die Tonsi-
gnalkabel (nicht dargestellt) erheblich reduziert werden.
[0023] Ferner ist im Luftvolumen 16 gemal Fig. 1
noch ein Akku 20 integriert, welcher Uber eine gleich-
stromgespeiste Ladeelektronik verfligt. Dieser Akku 20
hat die Aufgabe, den oder die Treiber 13 bei Abforde-
rung von Spitzenleistungen mit der notwendigen Span-
nung zu versehen. Werden keine Spitzenleistungen
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abgefordert, wird der Ladezustand des Akkus 20 (ber-
prift und ggf. eine Nachladung bewirkt. Letzteres kann
beispielsweise so realisiert sein, dal} bei Eintritt eines
Niedrigstandes zur Ladung des Akkus 20 eine automa-
tische Lautstdrkeabsenkung mit Dynamikkompression
aktiviert wird. Ist der Akku 20 mit einem parallelgeschal-
teten Kondensator ( nicht gezeigt) versehen, wird eine
besonders verzerrungsarme Wiedergabe seltener
Impulsereignisse sichergestellt. Darliber hinaus kann
die mit dem Akku 20 in Verbindung stehenden Elektro-
nik so modifiziert sein, dal bei Ausfall der externen
Gleichstromquelle (nicht gezeigt) die Tonwiedergabe
mittels des Akkus 20 noch sichergestellt werden kann.
Letzteres hat insbesondere fiir die Sicherung von
Fluchtwegen besondere Bedeutung, da hierdurch wich-
tige Durchsagen noch mdglich bleiben.

[0024] In Fig. 2 ist der Rahmen 15 einer Multireso-
nanzplatte 10 gemaR Fig. 1 vergroRert dargestellt.
Diese Multiresonanzplatte 10 weist im Luftvolumen 16
nicht nur einen Endverstarker 18.1 und einen Akku 20,
sondern auch eine erste und eine zweite Schnittstelle
21.1 und 21.2 auf Die Zufllhrung von Tonsignalen
erfolgt Uber die erste Schnittstelle 21.1, indem die
Schnittstelle 21.1 mit dem Stecker 22 des Kabelstrangs
19 verbunden wird. Sofern diese Schnittstelle 21.1 aus-
schlieBlich zur Versorgung mit Tonsignalen vorgesehen
ist, kann die gezeigte Schnittstellen-/Steckerkombina-
tion beispielsweise als Glasfaser- oder Busverbindung
ausgeflhrt sein. Aber auch eine herkdmmliche Verbin-
dung Uber Lautsprecherbuchsen und Lautsprecherstek-
ker ware méglich. Ganz besonders vorteilhaft ist dabei
die Ausbildung der Schnittstellen-/Steckerkombination
als Busverbindung, da in diesem Fall Gber diese Anord-
nung nicht nur die Tonsignale, sondern auch die Span-
nungsversorgung erfolgen kann.

[0025] Erfolgt Uber die erste Schnittstelle 21.1 aus-
schlief3lich die Spannungsversorgung des Endverstar-
kers 18.1 und des Akkus 20, ist eine zweite Schnittstelle
erforderlich, Uber welche dem Endverstarker 18.1 die
Tonsignale zugefiihrt werden konnen. Durch diese
Trennung von Tonsignal- und Spannungszufiihrung wird
es mdglich die Tonsignalzufihrung auch drahtlos aus-
zuflihren, indem etwa die zweite Schnittstelle 21.2 als
Infrarotsensor ausgebildet wird.

[0026] Aber auch wenn die Versorgung der Multireso-
nanzplatte 10 mit Spannung und Tonsignalen aus-
schlielich Uber die erste Schnittstelle 21.1 erfolgt, kann
die zweite Schnittstelle 21.2 zur Vernetzung zwischen
mehreren Multiresonanzplatten 10 und/oder Weiterlei-
tung von im Dialog gefiihrten Befehlseingaben genutzt
werden. Ist dazu die zweite Schnittstelle 21.2 beispiels-
weise als Empfangssensor einer drahtlos arbeitenden
Ubertragungsanordnung ausgestattet, kdnnen von die-
ser so ausgestatteten Schnittstelle 21.2 benutzerakti-
vierte und beispielsweise mit einer Fernbedienung
ausgeldste Befehle empfangen und an den Endverstar-
ker 18.1 oder an eine Uber die erste -busfahige- Schnitt-
stelle 21.1 verbundene Multimediazentrale (nicht
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gezeigt) weitergeleitet werden.

Patentanspriiche

1.

Multiresonanzplatte 10

mit einer Einheit, welche aus einer Kernschicht
11 und zwei Deckschichten 12,1, 12.2 gebildet
ist, wobei die Deckschichten 12.1, 12.2 mitein-
ander gegenuberliegenden Oberflachen der
Kernschicht 11 verbunden sind,

mit einem Rahmen 15, der die Einheit unter
Belassung eines Luftvolumens 16 umrandet,

mit einer Aufhdngung 17, welche die Einheit
mit dem Rahmen 15 verbindet und dabei das
Luftvolumen 16 einschlie3t, und

mit wenigstens einem elektromagnetischen
Treiber 13, der aufdie Einheit wirkt,
dadurch gekennzeichnet,

daR im Luftvolumen 16 die gesamte Treiber-
elektronik 18, 18.1, 18.2 integriert ist.

Multiresonanzplatte nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet,

dal} die Treiberelektronik 18 einen auf den
jeweiligen Treiber 13 optimierten Endverstarker
18.1 umfafit.
Multiresonanzplatte oder
Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,

nach Anspruch 1

dal die Treiberelektronik 18 eine Filteranord-
nung 18.2 aufweist.

Multiresonanzplatte nach einem der Anspriiche 1
bis 3
dadurch gekennzeichnet,

dal die Treiberelektronik 18 von einer Gleich-
spannungsquelle gespeist ist.

Multiresonanzplatte nach Anspruch 4
dadurch gekennzeichnet,

dafd im Luftvolumen 16 ein Akku 20 mit gleich-
stromgespeister Ladeelektronik integriert ist.

Multiresonanzplatte nach einem der Anspriche 1
bis 5
dadurch gekennzeichnet,

daR die Treiberelektronik 18 eine erste Schnitt-
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stelle 21.1 aufweist, die wenigstens mit einer
Tonsignalquelle verbindbar ist.

7. Multiresonanzplatte nach Anspruch 6

dadurch gekennzeichnet,

daf die erste Schnittstelle 21.1 eine busfahige
Schnittstelle ist.

Multiresonanzplatte nach Anspruch 6 oder 7
dadurch gekennzeichnet,

dall die erste Schnittstelle 21.1 auch den
Gleichspannungsanschlufd umfafit.

Multiresonanzplatte nach einem der Anspriiche 1
bis 8
dadurch gekennzeichnet,

dal eine zweite Schnittstelle 21.2 vorhanden
ist, die zur Vernetzung zwischen mehreren
Multiresonanzplatten 10 und/oder zum Emp-
fang und zur Weiterleitung von im Dialog
gefiihrten Befehlseingaben ausgestattet ist.
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